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seite (116) befestigtes erstes Bauteil (122) und ein auf der 100
Unterseite (118) befestigtes zweites Bauteil (124) dergestalt 102 ,/
auf, dass sie Anschlussflachen (126, 128) sowohl des ersten M
Bauteils (122) als auch des zweiten Bauteils (124) unmittel-
bar an einer Seite (112) des Leiterrahmens (104) platzieren.
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Beschreibung
Hintergrund der Erfindung

[0001] Der in beschriebene Erfindungsgegenstand
betrifft allgemein Sensorgehause, und insbesonde-
re Sensorgehéduse, die Bauteile verwenden, die elek-
trisch miteinander mit von anderen Verbindungen
in dem Sensorgehduse unabhangigen Verbindungen
verbunden sind.

[0002] Sensorgehduse, die Halbleiterbauteile ver-
wenden, werden in verschiedenen Anwendungen
aufgrund ihrer kleinen und kompakten GréRRe ein-
gesetzt. Ein Beispiel eines derartigen Sensorgehau-
ses wird von Reifenluftdruck-Uberwachungs-("TPM”)
-Systemen verwendet, welche Sensoren und Sen-
sorgehdause verwenden, um unter anderem den Luft-
druck in Automobilreifen zu tGberwachen. Diese Sys-
teme erzeugen eine Warnung, um den Fahrer auf
niedrigen Reifendruck aufmerksam zu machen. Zu-
satzlich kénnen TPM-Systeme dem Fahrer auch wei-
tere Information (z. B. Temperatur, Beschleunigung
und Geschwindigkeit) liefern, welche die korrekte
Aufrechterhaltung eines gleichmafRigen Reifendru-
ckes unterstiitzen kénnen. Dieses kann zu vielen Vor-
teilen, einschliellich eines geringeren Kraftstoffver-
brauchs und langerer Reifenlebensdauer fihren.

[0003] Systeme, wie die vorstehend diskutierten
TPM-Systeme verwenden typischerweise eine Viel-
falt von Komponenten, die Daten erfassen, verarbei-
ten und an andere Systeme und insbesondere an den
Fahrer weitergeben. Eine Komponente ist ein Druck-
sensor zum Messen des Reifendruckes und zum Lie-
fern von Datenausgangssignalen, die diesen anzei-
gen. Eine weitere Komponente ist ein Prozessor, wie
z. B. eine anwendungsspezifische integrierte Schal-
tung ("ASIC”), die auf diese Datenausgangssignale
sowie auf andere Daten von anderen Komponenten
reagiert. Diese Komponenten kdnnen in der Form des
Sensorgehduses zusammengefasst sein, wovon vie-
le so eingerichtet sind, dass sie auf anderen Substra-
ten, (z. B. gedruckten Leiterplatten) oberflachenmon-
tiert werden kénnen.

[0004] Es ist oft erforderlich, dass die Auswahl der
Komponenten in einer Weise vorgenommen wird, die
Flexibilitdt in der allgemeinen Funktion, in Betrieb
und Konfiguration des Sensorgehduses aufrechter-
hélt. Es ist gleichermalien winschenswert, dass, ob-
wohl neue Konfigurationen des Sensorgehduses mit
verringerten Materialkosten und Fertigungsressour-
cen erscheinen, keine H6henreduzierung stattfindet,
und die Palette verfiigbarer Funktionalitatin dem neu-
en Sensorgehduse realisiert wird.

[0005] Bestimmte Arten von Sensorgehausen ha-
ben diese speziellen Qualitaten in einem relativ klei-
nen kompakten Bauteil untergebracht. Es gibt bei-
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spielsweise Sensorgehduse, die ein Sensorbauteil
und ein Verarbeitungsbauteil haben, die auf gegen-
Uberliegenden Seiten eines Substrates montiert sind.
Obwohl diese zwei Bauteile Uber Leiter innerhalb
des Sensorgehduses kommunizieren, sind die Bau-
teile auf gegeniberliegenden Seiten des Substrates
montiert. Diese Konfiguration wirkt nicht nur als be-
grenzender Faktor in der Grolie des Gehauses, son-
dern erfordert auch langere Zwischenverbindungs-
strecken zwischen den Bauteilen, welche das Be-
triebsverhalten, die Funktionalitat und die Flexibilitat
des Sensorgehduses beeintrachtigen kénnen.

[0006] Daher ware es vorteilhaft, ein Sensorgehau-
se zu haben, das Daten und Information sammeiln
kann, das aber auch eine Plattform fiir weitere An-
derungen und Erweiterung dieser Funktionen bereit-
stellt. Es ware auch ebenso vorteilhaft, dass ein der-
artiges Sensorgehuse dafiir ausgelegt ist, mechani-
sche Belastungen auf speziellen Bereichen des Ge-
hauses zu reduzieren, und einen Zugang zu der Um-
gebung zur Datensammlung bereitzustellen, dass es
aber auch andere Bereiche des Gehauses vor der
Umgebung schitzt. Ferner kdnnten derartige Sen-
sorgehause so eingerichtet sein, dass sie minima-
le Zwischenverbindungslangen zwischen den Kom-
ponenten, wie z. B. die Zwischenverbindungslangen
zwischen den Sensorbauteilen und den Verarbei-
tungsbauteilen verwenden.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0007] In einer Ausflihrungsform kann ein Sensorge-
hause ein Substrat aufweisen, das eine erste Seite,
eine Oberseite, und eine der Oberseite gegentiiberlie-
gende Unterseite aufweist. Das Sensorgehause kann
auch ein auf der Oberseite angeordnetes erstes Bau-
teil aufweisen, wobei das erste Bauteil eine erste
Anschlussflache unmittelbar an der ersten Seite des
Substrates aufweist. Das Sensorgehduse kann fer-
ner ein auf der Unterseite angeordnetes zweites Bau-
teil aufweisen, wobei das zweite Bauteil eine zwei-
te Anschlussflache unmittelbar an der ersten Seite
des Substrates aufweist. Das Sensorgehause kann
ferner eine Umhullung in umgebender Beziehung zu
dem zweiten Bauteil aufweisen, wobei die Umhillung
eine Aussparung aufweist, die das erste Bauteil einer
Umgebung auRerhalb der Umhiillung aussetzt, und
einen ersten Leiter, der mit der ersten Anschlussfla-
che und mit der zweiten Anschlussflache verbunden
ist, wobei der erste Leiter ein Ende unmittelbar an der
ersten Seite aufweist. Des Weiteren kann die Ausfiih-
rungsform des Sensorgehduses weiter dort beschrie-
ben werden, wo der erste Leiter eine Drahtverbin-
dung sowohl von der ersten Anschlussflache als auch
der zweiten Anschlussflache in einer Weise aufneh-
men kann, die eine Verbindung zwischen dem ersten
Bauteil und dem zweiten Bauteil vollstandig innerhalb
der Umhillung ausbildet.
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[0008] In einer weiteren Ausfihrungsform wird ein
Sensorgehause zur Montage auf der Oberflache ei-
ner gedruckten Leiterplatte bereitgestellt. Diese Aus-
fuhrungsform des Sensorgehauses kann einen Lei-
terrahmen aufweisen, der einen Auf3enrand in umge-
bender Beziehung zu einem Platzierungsbereich mit
einer ersten Seite, einer zweiten Seite und ein Paar
gegeniberliegender Oberflachen aufweist, wobei die
gegeniberliegenden Oberflachen eine Oberseite und
eine Unterseite in ebener Beziehung zu der Ober-
seite aufweisen. Das Sensorgehause kann auch ei-
nen auf der Oberseite angeordneten Sensor aufwei-
sen, wobei der Sensor mehrere Sensorbauteile auf-
weist, wobei jedes von diesen Sensorbauteilen eine
Anschlussfldche unmittelbar an der ersten Seite des
Platzierungsbereiches aufweist. Das Sensorgehgu-
se kann ferner ein auf der Unterseite angeordnetes
Verarbeitungsbauteil aufweisen, wobei das Verarbei-
tungsbauteil eine Anschlussflache unmittelbar an der
ersten Seite des Platzierungsbereiches aufweist, und
das Verarbeitungsbauteil zur Verarbeitung von Daten
aus den Sensorbauteilen dient. Das Sensorgehause
kann ferner eine den Leiterrahmen umgebende Um-
hillung aufweisen, wobei die Umhullung einen Ab-
schnitt aufweist, der das Verarbeitungsbauteil von ei-
ner Umgebung aulRerhalb der Umhillung abschlief3t,
und eine Aussparung, der wenigstens eines von den
Sensorbauteilen der Umgebung aussetzt, und meh-
rere Leiter, wovon ein Leiter mit jeder Anschlussfla-
che der Sensorbauteile verbunden ist, wobei jeder
von den Leitern ein Ende unmittelbar an der ersten
Seite aufweist. Das Sensorgehause kann ferner dort
beschrieben werden, wo die Leiter eine Drahtverbin-
dung von den Anschlussflachen aufnehmen, und so-
mit eine Verbindung zwischen den Sensorbauteilen
und dem Verarbeitungsbauteil ausbilden, das sich
vollstandig innerhalb der Umhillung befindet.

[0009] In noch einer weiteren Ausfiihrungsform wird
ein Verfahren zur Herstellung eines Sensorgehduses
bereitgestellt. Das Verfahren kann in einem ersten
Schritt die Ausbildung eines Leiterrahmens mit einem
AuBBenrand in umgebender Beziehung zu einem Plat-
zierungsbereich mit einer ersten Seite, einer Ober-
seite und einer Unterseite in ebener Beziehung zu
der Oberseite aufweisen. Das Verfahren kann auch
in einem weiteren Schritt die Montage eines ersten
Sensorbauteils auf der Oberseite in einer Weise auf-
weisen, die eine erste Anschlussflache unmittelbar
an der ersten Seite des Platzierungsbereiches po-
sitioniert. Das Verfahren kann auch in einem weite-
ren Schritt die Montage eines Verarbeitungsbauteils
an der Unterseite in einer Weise aufweisen, die ei-
ne zweite Anschlussflache unmittelbar an der ersten
Seite des Platzierungsbereiches platziert. Das Ver-
fahren kann ferner in noch weiteren Schritten die Aus-
bildung einer Umhiillung durch Umgiel3en des Ver-
arbeitungsbauteils in einer das Verarbeitungsbauteil
von einer Umgebung aufRerhalb der Umhdillung iso-
lierenden Weise und eine Drahtverbindung der ers-

2012.03.15

ten Anschlussflache und der zweiten Anschlussfla-
che mit einem ersten Leiter aufweisen, wobei der ers-
te Leiter ein Ende unmittelbar an der ersten Seite hat.
Das Verfahren kann ferner dort beschrieben werden,
wo der erste Leiter eine Drahtverbindung sowohl von
der ersten Anschlussflache als auch der zweiten An-
schlussflache aufnimmt, um somit eine Form einer
Verbindung zwischen dem ersten Sensorbauteil und
dem Verarbeitungsbauteil auszubilden, die sich voll-
sténdig innerhalb der Umhullung befindet.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0010] Damit die Merkmale der Erfindung im De-
tail verstandlich werden, erfolgt eine detaillierte Be-
schreibung unter Bezugnahme auf bestimmte Aus-
fuhrungsformen, wovon einige in den beigefligten
Zeichnungen dargestellt sind. Es ist jedoch anzumer-
ken, dass die Zeichnungen nur bestimmte Ausfuh-
rungsformen dieser Erfindung veranschaulichen, und
daher nicht als Einschrankung ihres Schutzumfangs
zu betrachten sind, da der Schutzumfang der Erfin-
dung weitere gleichermalen effektive Ausfihrungs-
formen mit umfasst. Die Zeichnungen sind nicht not-
wendigerweise mal3stablich, da der Schwerpunkt im
Wesentlichen auf der Darstellung der Prinzipien be-
stimmter Ausfiihrungsformen der Erfindung liegt.

[0011] Somit kann firr ein weitergehendes Verstand-
nis der Erfindung Bezug auf die nachstehende detail-
lierte Beschreibung in Verbindung mit den Zeichnun-
gen genommen werden, in welchen:

[0012] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine schematische
Darstellung einer Ausflihrungsform eines Sensorge-
hauses ist, das in einer Ausfuhrungsform der Erfin-
dung hergestellt wird.

[0013] Fig. 2 eine Seitendraufsicht auf das Sensor-
gehause von Fig. 1 ist.

[0014] Fig. 3 eine Draufsicht auf eine weitere Aus-
fuhrungsform eines Sensorgehauses ist, das in einer
Ausfihrungsform der Erfindung hergestellt wird.

[0015] Fig. 4 eine Seitendraufsicht auf das Sensor-
gehause von Fig. 3 ist.

[0016] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht noch ei-
ner weiteren Ausfihrungsform eines Sensorgehau-
ses ist, das in einer Ausfiihrungsform der Erfindung
hergestellt wird.

[0017] Fig. 6 eine Querschnitts-Seitendraufsicht des
Sensorgehauses von Fig. 5 ist.

[0018] Fig. 7 eine detaillierte Draufsicht auf den
Querschnitt des Sensorgehauses von Fig. 6 ist.
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Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0019] Diese Beschreibung nutzt Beispiele, um die
Erfindung einschlieBlich der besten Ausfiihrungsart
offenzulegen, und um auch jedem Fachmann zu er-
moglichen, die Erfindung einschlieRlich der Herstel-
lung und Nutzung aller Elemente und Systeme und
der Durchfiihrung aller einbezogenen Verfahren in
die Praxis umzusetzen. Der patentfahige Schutzum-
fang der Erfindung ist durch die Anspriiche definiert
und kann weitere Beispiele enthalten, die fir den
Fachmann ersichtlich sind. Derartige weitere Beispie-
le sollen in dem Schutzumfang der Erfindung enthal-
ten sein, sofern sie strukturelle Elemente besitzen,
die sich nicht von dem Wortlaut der Anspriiche unter-
scheiden, oder wenn sie aquivalente strukturelle Ele-
mente mit unwesentlichen Anderungen gegeniiber
dem Wortlaut der Anspriiche enthalten.

[0020] Unter allgemeiner Bezugnahme auf die
Zeichnungen und auf die Zeichnungen in
Fig. 1-Fig. 7 im Besonderen werden Ausfiihrungs-
formen eines Sensorpaketes bereitgestellt, das auf
gegeniberliegenden Seiten eines Substrates positio-
nierte Bauteile aufweist. Jedes Bauteil weist eine An-
schlussflache auf, die in einer Zone des Substrates
unmittelbar an einem Abschnitt des Sensorgeh&u-
ses, oder einem "Zwischenverbindungsbereich” po-
sitioniert ist, welcher effektiv frei von Verbindungen
zur Schaltung ist, die sich auferhalb des Sensorge-
hauses befindet. Die Verwendung des Zwischenver-
bindungsbereiches reduziert die Anzahl elektrischer
Zwischenverbindungen, die fiir den Betrieb des Sen-
sorgehduses erforderlich sind. D. h., die Anzahl elek-
trischer Zwischenverbindungen, die in Sensorgehau-
sen des Typs verwendet werden, der hierin offenge-
legt und betrachtet wird, ist deutlich geringer als die
anderer Sensorgehduse mit vergleichbarer Funktio-
nalitat. Diese Reduzierung der Anzahl von Zwischen-
verbindungen, obwohl sie als solche selbst signifi-
kant ist, verringert auch die Abmessung oder den Fla-
chenbedarf derartiger Sensorgehduse, sodass der
Flachenbedarf wesentlich geringer als der anderer
Sensorgehause ist, ohne die Funktionalitat wesent-
lich einzuschrénken.

[0021] Eine schematische Darstellung auf hdherer
Ebene einer Ausfihrungsform eines Sensorgeh&u-
ses 100, das in einer Ausfuhrungsform der Erfindung
hergestellt wird, ist in den Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellt. Es ist zu sehen, dass das Sensorgehduse 100
eine Umhillung 102 in umgebender Beziehung zu ei-
nem Substrat 104 mit einem Auf3enrand 106 aufwei-
sen kann, der laterale Seiten 108, eine hintere Seite
110 und eine vordere Seite 112 besitzt. Der Aulten-
rand 106 kann einen Platzierungsbereich 114 mit ei-
ner Oberseite 116 und einer der Oberseite 116 ge-
genuberliegenden Unterseite 118 definieren. Sowohl
die Oberseite 116 als auch die Unterseite 118 des
Platzierungsbereiches 114 kénnen eine interne Ver-

2012.03.15

bindungszone 120 aufweisen, welcher unmittelbar an
den Seiten (z. B. den lateralen Seiten 108, der hinte-
ren Seite 110 und der vorderen Seite 112) des Sub-
strates 104 angeordnet ist.

[0022] Das Sensorgehause 100 kann auch ein ers-
tes Bauteil 122 und ein zweites Bauteil 124 aufwei-
sen, welches auf der dem ersten Bauteil 122 gegen-
Uberliegenden Oberflache des Substrates 104 ange-
ordnet ist. Sowohl das erste Bauteil 122 als auch das
zweite Bauteil 124 weisen eine erste Anschlussflache
126 bzw. eine zweite Anschlussflache 128 auf. Das
Sensorgehause 100 kann ferner einen Zwischenver-
bindungsbereich 130 und AuRenverbindungsberei-
che 132 aufweisen, die sich von dem Zwischenver-
bindungsbereich 130 unterscheiden. Hier ist in dem
Beispiel von Fig. 1 zu sehen, dass sich der Zwischen-
verbindungsbereich 130 unmittelbar an der vorde-
ren Seite 112 des Substrates 104 befindet. Es kann
jedoch erwilnscht sein, dass sich in einigen Aus-
fihrungsformen des Sensorgehduses 100 der Zwi-
schenverbindungsbereich 130 in unmittelbarer Nahe
anderer Seiten (z. B. der lateralen Seite 108 und der
hinteren Seite 110) so befindet, dass er sich ebenfalls
unmittelbar an der internen Verbindungszone 120 be-
findet.

[0023] Es wird festgestellt, dass die Begriffe "vor-
dere Seite”, "hintere Seite” und “laterale Seite” da-
zu verwendet werden, Seiten eines Elementes oder
Objektes, z. B. des Sensorgehauses 100, Substra-
tes 104 und/oder AulRenrandes 106, zu bezeichnen,
und nicht den Umfang und das Ausmal} der vorlie-
genden Offenlegung einschranken. Stattdessen sind,
und wie es in Verbindung mit den Ausflhrungsfor-
men des Sensorgehduses diskutiert wird, die durch
die vorliegende Offenlegung betrachtet werden, Tei-
le des Sensorgehauses in Bezug auf den Aufienrand
106 und insbesondere auf eine oder mehrere von der
vorderen Seite, hinteren Seite und lateralen Seite ein-
gerichtet oder positioniert. Beispielsweise wird er, ob-
wohl er im Wesentlichen als die relative Lage von ei-
nigen oder allen dieser Teile definiert ist, in einigen
Ausflhrungsformen nur einen Teil des Sensorgehau-
ses, z. B. die interne Verbindungszone 120, beinhal-
ten, welche in Bezug auf einen anderen Teil des Sen-
sorgehauses, z. B. die vordere Seite 112 des Sub-
strates 104, positioniert ist.

[0024] Insbesondere ist in der Ausfiihrungsform des
Sensorgehauses 100 der Fig. 1 und Fig. 2 zu sehen,
dass das erste Bauteil 122 und das zweite Bauteil 124
auf der Oberseite 116 bzw. Unterseite 118 so posi-
tioniert sind, dass sowohl die erste Anschlussflache
126 als auch die zweite Anschlussflache 128 unmit-
telbar an der vorderen Seite 112 des Substrates 104
und im Wesentlichen innerhalb des internen Verbin-
dungsbereichs 120 liegen. Eine derartige Konfigura-
tion ermoglicht, dass sowohl die erste Anschlussfla-
che 126 als auch die zweite Anschlussflache 128 bei-
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spielsweise durch Drahtbondung mit dem Zwischen-
verbindungsbereich 130 verbunden werden. Dieses
ermdglicht es wiederum elektrischen Signalen zwi-
schen der ersten Anschlussflache 126 und der zwei-
ten Anschlussflache 128 zu passieren.

[0025] Der Zwischenverbindungsbereich 130, von
dem detailliertere Beispiele in den Fig. 3-Fig. 7 zu
sehen sind und nachstehend diskutiert werden, ist
im Wesentlichen in einer Weise aufgebaut, die die
Leiter elektrischer Signale ermdglicht. Er ist im We-
sentlichen frei von externen Verbindungen, wie z. B.
den Verbindungen, die zwischen Abschnitten inner-
halb des Sensorgehauses 100 und Abschnitten au-
Rerhalb des Sensorgehduses 100 empfangen, sen-
den oder eine Kommunikation erméglichen kénnen.
Obwohl er im Allgemeinen aus leitenden Materialien
(z. B. Metallen, leitenden Kunststoffen, usw.) besteht,
ist ebenso zu erkennen, dass der Aufbau des Zwi-
schenverbindungsbereiches 130 so ist, dass er emp-
fangen, unterstiitzen und anderweitig leitend mit den
Verbindungselementen (und zugeordneten Materiali-
en, die zum Herstellen von Komponenten des Sen-
sorgehauses verwendet werden) wie z. B. den Draht-
verbindungen, die sich aus den vorstehend diskutier-
ten ersten und zweiten Anschlussflachen erstrecken,
in Wechselwirkung treten kann.

[0026] In einer Ausflihrungsform des Sensorgehau-
ses 100 kann der Zwischenverbindungsbereich 130
in einer Position in Bezug auf die interne Verbin-
dungszone 120 so angeordnet sein, dass er die Zwi-
schenverbindungslange zwischen dem ersten Bauteil
122 und dem zweiten Bauteil 124 minimiert. Wie es
in Fig. 1 dargestellt ist, ist diese Position unmittelba-
rer an der vorderen Seite 112, wobei aber auch in Be-
tracht gezogen wird, dass der Zwischenverbindungs-
bereich 130 sich an anderen Positionen auf der Ba-
sis teilweise der Lage der internen Verbindungszone
120 befinden kann. In einem Beispiel ist die Position
durch eine Zwischenverbindungsdimension ID defi-
niert, welche den Abstand von dem Aufienrand 106
des Substrates 104 zu der Lage in dem Zwischenver-
bindungsbereich 130 der Verbindung mit den Bautei-
len (z. B. dem ersten Bauteil 122 und dem zweiten
Bauteil 124) misst.

[0027] Bauteile zur Verwendung als das erste Bau-
teil 122 und das zweite Bauteil 124 kénnen auf der
Basis einer oder mehrerer gewlinschter Funktionen
fur das Sensorgehduse 100 gewahlt werden. Es kann
beispielsweise erwiinscht sein, dass das Sensor-
gehause 100 zur Messung von einer oder mehre-
ren Umgebungseigenschaften, wie z. B. Druck, Be-
schleunigung, Temperatur, Strom und Spannung ein-
gerichtet ist. Jede von diesen Eigenschaften kann
ein getrenntes Bauteil oder eine Kombination von
Bauteilen erfordern, die die Umgebungseigenschaf-
ten detektieren kénnen. Diese Bauteile kénnen in-
tegrierte Schaltungen mit diskreten Elementen wie
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z. B. Transistoren, Kondensatoren und Widerstan-
den umfassen, deren Kombination so gewahlt ist,
dass sie die gewahlte Funktionalitdt zum Detektieren
der Umgebungseigenschaften bereitstellen. Eine de-
tailliertere Diskussion von bestimmten Arten dieser
Bauteile erfolgt nachstehend in Verbindung mit den

Fig. 3-Fig. 4.

[0028] Beispielsweise werden in Fig. 3 und Fig. 4 ei-
ne Draufsicht (Fig. 3) und eine Seitenansicht (Fig. 4)
einer weiteren Ausflihrungsform eines Sensorgehau-
ses 200 dargestellt. Hier werden gleiche Bezugszei-
chen zum Bezeichnen gleicher Elemente wie die ver-
wendet, die in Verbindung mit dem Sensorgehau-
se 100 der Fig. 1 und Fig. 2 diskutiert wurden, wo-
bei aber die Bezugszeichen um 100 erhéht sind. Nur
beispielsweise kann das Sensorgehduse 200 eine
Umhdllung 202, ein Substrat 204, das einen Platzie-
rungsbereich 214 mit einer Oberseite 216 und einer
Unterseite 218 besitzt, aufweisen. Das Sensorgehau-
se 200 kann auch ein erstes Bauteil 222, eine erste
Anschlussflache 226, ein zweites Bauteil 224 mit ei-
ner zweiten Anschlussflache 228 und einen Verbin-
dungsbereich 230 und einen Auenverbindungsbe-
reich 232 aufweisen. Das Sensorgehause 200 kann
ferner ein drittes Bauteil 234 aufweisen, das eine drit-
te Anschlussflache 236, mehrere Leiter 238, meh-
rere Herausfiihrungen 240, hintere Verbindungsste-
ge 242 und einen vorderen Verbindungssteg 244 be-
sitzt. Das Sensorgehduse 200 kann ferner Drahtver-
bindungen 246 aufweisen, welche die Anschlussfla-
chen 226, 228, 238 mit dem Leiter 238 und den Her-
ausleitungen 240 elektrisch verbinden.

[0029] In einer Ausfliihrungsform des Sensorgehau-
ses 200 weist das Substrat 204 einen Leiterrahmen
248 auf, der in einer Weise aufgebaut ist, die die
Oberseite 216 und die Unterseite 218 in einer im We-
sentlichen ebenen und/oder parallelen Anordnung
platziert. Der Leiterrahmen 248 ist typischerweise
aus einem Metallband so ausgebildet, dass mehre-
re Leiterrahmen 248 zusammen hergestellt werden,
wobei jeder von den Leiterrahmen 248 Ende-an-En-
de entlang den hinteren Verbindungsstegen 242 und
dem vorderen Verbindungssteg 244 verbunden ist.
Dieses erleichtert die Vereinzelung der entsprechen-
den Leiterrahmen 248, was den Aufbau des Sensor-
gehéauses 200 wie nachstehend detaillierter diskutiert
ermoglicht.

[0030] Ferner bilden gemaf der Diskussion der Bau-
teile, die in dem vorstehenden Sensorgehause ver-
wendet werden kénnen, das erste Bauteil 222 und
das dritte Bauteil 234 in einer Hinsicht einen Sen-
sor 250, der auf Umweltbedingungen in einer Um-
gebung um die Umhillung 202 herum reagiert. Im
Rahmen eines nicht einschrankenden Beispiels re-
agiert das erste Bauteil 222 auf Druckanderungen in
der Umgebung und das dritte Bauteil 234 reagiert
auf Beschleunigung. Ferner ist in einer speziellen
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Implementation des Sensorgehduses 200 das ers-
te Bauteil 222 ein aus einem mikroelektromechani-
schen System ("MEMS”) bestehendes Bauteil, wo-
von ein Beispiel ein Rickseiten-Absolutdruck-Sens-
orchip ("BAPS”) ist, der von General Electric of Fre-
mont, CA geliefert wird. Das zweite Bauteil 224 kann
ein integrierter Schaltungschip (’IC”) wie z. B. ein
anwendungsspezifischer integrierter Schaltungschip
("ASIC”) sein. Dieser ist typischerweise dafir ausge-
legt, mit dem ersten Bauteil 222 und dem dritten Bau-
teil 234 zur Erfassung von Information und Daten zu
kommunizieren, und um insbesondere Daten bezlig-
lich der Umgebungseigenschaften zu erfassen.

[0031] Das erste Bauteil 222, das zweite Bauteil 224
und das dritte Bauteil 234 (*die Bauteile”) sind auf der
Platzierungsflache 214 unter Verwendung herkdmm-
licher Prozesse und Materialien befestigt. Diese um-
fassen beispielsweise Kleber, Gele und weitere Flui-
de und/oder flieRende Materialien, die mit den Bautei-
len und dem Substrat 204 kompatibel sind. In einigen
Implementationen des Sensorgehauses 200 kénnen
die ausgewahlten Materialien von einer Art sein, die
widrigen Umgebungen widerstehen kann, sowie Um-
gebungen, die anderweitig fir Materialien schadlich
sind, die nicht spezifisch fiir eine derartige Umgebung
ausgewahlt sind.

[0032] Die Leiter 238 sind innerhalb der Umhiillung
202 positioniert, um so eine elektrische Verbindung
der Leiter 238 mit der Schaltung aulRerhalb der Um-
hillung 202 zu verhindern. Obwohl sich der gesam-
te Korper der Leiter 238 ausschlieBlich innerhalb der
Umhillung 202 befinden kann, kann ein bestimmter
Aufbau des Sensorgehduses 200 bewirken, dass ei-
nige Teile und Abschnitte der Leiter die Umhullung
202 durchdringen. In einer Ausfiihrungsform enthalt
jeder von den Leitern 238 ein Ende 252 unmittelbar
an der vorderen Seite 212. Dieses kann die Enden
252 in dem Zwischenverbindungsbereich 230 posi-
tionieren. Die Enden 252 sind flr die Aufnahme der
Drahtverbindungen 246 geeignet, deren Platzierung
Haftmaterialien erfordern kann, die mit den Enden
252 (und den Leiter 238 im Allgemeinen) kompatibel
sind. Derartige Materialien sind so gewahlt, dass die
Drahtverbindungen 246 daran befestigt werden und
elektrisch mit den Enden 252 verbunden sind. Wie
vorstehend angemerkt, verbinden die Anschlussfla-
chen (z. B. die erste Anschlussflache 226, die zwei-
te Anschlussflache 228 und dritte Anschlussflache
236), die Drahtverbindungen 246 und die Enden 252
die Bauteile elektrisch miteinander und verbinden ins-
besondere das zweite Bauteil 224 mit dem ersten
Bauteil 222 und dem dritten Bauteil 234.

[0033] Die Herausflihrungen 240 sind ebenfalls aus
Materialien aufgebaut, die elektrische Signale leiten
und Drahtverbindungen, wie z. B. Drahtverbindungen
246, aufnehmen kénnen. In einem Beispiel, und wie
deutlicher in den nachstehenden Fig. 5-Fig. 7 darge-
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stellt, kann jede von den Herausflhrungen 240 in ei-
nem Stiick (und monolithisch) mit Aul3enbeinen, Lei-
tern und Stiften, die sich aus der Umhillung 202 er-
strecken, ausgebildet oder elektrisch damit verbun-
den sein. Dieses ermdglicht, dass die Herausflihrun-
gen 240 elektrische Signale zwischen dem zweiten
Bauteil 224 und der Schaltung auRerhalb der Umhdil-
lung 202 leiten.

[0034] In den Fig. 5 und Fig. 6 sind eine Draufsicht
(Fig. 5) und eine Querschnittsansicht (Fig. 6) noch
einer weiteren Ausflihrungsform eines Sensorgehau-
ses 300 dargestellt. Wiederum werden wie in Verbin-
dung mit den Fig. 3 und Fig. 4 vorstehend diskutiert,
gleiche Bezugszeichen in den Fig. 5 und Fig. 6 zum
Bezeichnen gleicher Komponenten verwendet, wobei
jedoch die Bezugszeichen um 100 erhoht sind. Es ist
beispielsweise zu sehen, dass das Sensorgehause
300 eine Umhdillung 302 in umgebender Beziehung
zu einem Bauteil 322, ein zweites Bauteil 324 und ein
drittes Bauteil 334 aufweisen kann. Das Gehause 302
kann auch einen umgossenen Abschnitt 354 und eine
Aussparung 356 mit einem darin angeordneten Ein-
kapselungsgel 358 aufweisen. Das Sensorgehause
300 kann ferner Stifte 360 und einen Deckel 362 mit
einer Offnung 364 aufweisen, der den Innenraum der
Aussparung 356 der die Umhillung 302 umgebenden
Umgebung aussetzt.

[0035] Der umgossene Abschnitt 354 kann durch
UmgieRen der verschiedenen Komponenten des
Sensorgehduses 300 erzeugt werden. Dieses be-
inhaltet beispielsweise das Umgielen des zweiten
Bauteils 324 und des Leiterrahmens 348, um diese
Abschnitte des Sensorgehduses 300 zu schitzen.
Ebenso ist die Aussparung 356 als der Abschnitt des
Gehauses 302 ausgebildet, der nicht umgossen wird,
sondern stattdessen offen ist, um das erste Bauteil
322 und das dritte Bauteil 334 der Umgebung aus-
zusetzen. In einer Ausfiuihrungsform des in Verbin-
dung mit der Detailansicht von Fig. 7 dargestellten
und diskutierten Sensorgehauses 300 ist die Ausspa-
rung 356 in einer Wand 366 mit einem Sockel 368
ausgebildet, der sich in die Aussparung 356 erstreckt.
Obwohl die Abmessungen des Sockels 368 variieren
kénnen, ist in einem Beispiel der Sockel 368 so auf-
gebaut, dass er sich in die Aussparung 356 in einem
Umfang erstreckt, der verhindert, dass das Einkapse-
lungsgel 358 Uber die und aus der Aussparung 356
herausflief3t.

[0036] Insbesondere ist das Einkapselungsgel 358
in der Aussparung 356 so abgeschieden, dass es das
erste Bauteil 322 und das dritte Bauteil 334 abdeckt.
Es kann einen Schutzgrad fiir diese Bauteile 322,
334 bereitstellen, ohne die Funktionalitat der Bautei-
le 322, 334 und des Sensorgehauses 300 insgesamt
einzuschranken. Exemplarische Materialien umfas-
sen, sind jedoch nicht darauf beschrankt, Silikon, Si-
likon-basierende Verbundstoffe und viele Kombina-
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tionen, Abkdmmlinge und Zusammensetzungen da-
von. Derartige Materialien haben einen ersten Zu-
stand mit einer Viskositat, der eine Verteilung des
Materials in der Aussparung 356 zuldsst, und einen
zweiten Zustand mit einer Viskositat, die groRer als
die des ersten Zustandes ist. Dieser zweite Zustand
ist oft das Ergebnis einer bestimmten Art von Verar-
beitung, wie z. B. Hartung, Trocknung, Kihlung und
dergleichen. Es kann beispielsweise erwiinscht sein,
dass das Einkapselungsgel 358 ausreichend flexibel
ist, um zu ermdglichen, dass eines oder mehr von
dem ersten Bauteil 322 und dem dritten Bauteil 334
auf Anderungen in den Umgebungseigenschaften, z.
B. Anderungen in dem Umgebungsdruck, reagieren.

[0037] Fortfahrend mit der allgemeinen Diskussion
der Ausfliihrungsform des Sensorgehduses 300, das
in den Fig. 5-Fig. 7 dargestellt ist, und insbesonde-
re in Hinblick auf die Herstellung der Sensorgehause
mit Merkmalen wie die Sensorgehause 100, 200, 300
("die Sensorgehause”) kann der Aufbau der Sensor-
gehause wie folgt erhalten werden. Im Rahmen ei-
nes nicht einschrankenden Beispiels kann ein ASIC-
Chip an der entsprechenden Unterseite des Platzie-
rungsbereiches des Leiterrahmens so befestigt wer-
den, dass seine Anschlussflachen in der Nahe ei-
ner Seite fir die Verbindung mit Leitern positioniert
werden, die ahnlich unmittelbar an derselben Seite
des Leiterrahmens positioniert sind. Drahtverbindun-
gen werden von den ASIC-Anschlussflachen zu ent-
sprechenden Leitern und insbesondere zu den En-
den der Leiter in dem Zwischenverbindungsbereich
angebracht.

[0038] Die Umhiillung kann dann durch UmgieRen
des ASIC-Chips und des Leiterrahmens erzeugt wer-
den, was den ASIC-Chip von der Umgebung abkap-
selt. Dieses erzeugt auch eine Aussparung, in wel-
cher der Sensor montiert wird, und in den Beispie-
len der hierin beschriebenen Bauteile werden der
Drucksensor ("der BAPS”) und der Beschleunigungs-
messer an der Oberseite des Platzierungsbereiches
des Leiterrahmens befestigt. Bevorzugt werden auch
die Anschlussflachen des BAPS und des Beschleuni-
gungsmessers in der internen Verbindungszone un-
mittelbar an derselben Seite des Leiterrahmens wie
die Anschlussflachen des ASIC-Chips positioniert.
Die Anschlussflachen des BAPS und des Beschleu-
nigungsmessers werden mit Drahtverbindungen an
die Enden des Leiters drahtgebondet, um eine elek-
trische Verbindung aufzubauen.

[0039] Das Einkapselungsgel wird in der Ausspa-
rung Uber dem BAPS und dem Beschleunigungsmes-
ser abgeschieden. Dieses kann gehartet werden, in-
dem das Gel UV-Licht ausgesetzt wird. Der Deckel
wird an der Offnung der Aussparung befestigt, indem
ein Dichtungsmittel, wie z. B. ein Epoxiddichtungsmit-
tel oder ein anderes geeignetes Material mit Klebeei-
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genschaften, verwendet wird, das mit den hierin dis-
kutierten und betrachteten Bauteilen kompatibel ist.

[0040] Die Herstellung der Sensorgehduse kann fer-
ner Schritte umfassen, in welchen die Sensorge-
hause von anderen Sensorgehdusen vereinzelt wer-
den. Beispielsweise kdnnen die Leiterrahmen von be-
nachbarten Sensorgehdusen in einer unbeschnitte-
nen Form mit einem oder mehreren von den Ver-
bindungsstegen verbunden sein, die gebrochen, ge-
schnitten oder anderweitig getrennt werden, um ein-
zelne Sensorgehduse zu erzeugen. Die Vereinzelung
erfolgt unter Verwendung bekannter Verfahren und
wird somit hierin nicht im Detail beschrieben.

[0041] Die Stifte, welche sich aus der Umhillung
nach auflen erstrecken, kdénnen in einer Ausfih-
rungsform aus den Herausflihrungen des Sensorge-
hauses ausgebildet sein. Beispielsweise kdnnen die
Herausfihrungen so verformt werden, dass sie die
Stifte in einer solchen Weise formen, dass sie eine
Verbindung der Stifte mit der AuRenschaltung ermdg-
lichen. Eine derartige Schaltung kann beispielswei-
se auf einer gedruckten Leiterplatte und/oder einem
Halbleiterbauteil angeordnet sein.

[0042] In Anbetracht des Vorstehenden kdénnen die
vorstehend diskutierten Herstellungstechniken sowie
weitere Prozesse zur Herstellung der hierin betrach-
teten Sensorgehduse herkémmliche Umgief3ungs-
techniken verwenden, bei denen mehrere Leiterrah-
men erzeugt werden. Obwohl diese Techniken und
Prozesse dem Fachmann bekannt sind, liegt es in-
nerhalb des Schutzumfangs und Erfindungsgedan-
kens der vorliegenden Offenlegung, dass weitere
Schritte, Prozesse und Techniken entwickelt und an-
gewendet werden kdnnen, um die Sensorgehduse so
zu fertigen, dass sie Konzepte solcher hierin offen-
barter Ausfihrungsformen beinhalten. Beispielswei-
se kdnnen weitere Ausfiihrungsformen der Sensor-
gehduse Bauteile zuséatzlich zu oder im Unterschied
von den hierin beschriebenen Bauteilen aufweisen.
Dieses kann andere, neue und/oder unterschiedliche
Baumaterialien und/oder Aufbauverfahren erfordern,
die zur Erzeugung von Teilen und Abschnitten des
Sensorgehauses erforderlich sind. In einem Beispiel
kénnen die Prozesse, Materialien und Verfahren mit
der Platzierung des Sensorbauteils und des ASIC-
Bauteils kompatibel sein, um so die Anschlussflachen
dieser Bauteile innerhalb der internen Verbindungs-
zone zu positionieren, um dadurch diese zur Verbin-
dung mit dem Zwischenverbindungsbereich zu posi-
tionieren.

[0043] Diese Beschreibung nutzt Beispiele, um die
Erfindung einschlieflich der besten Ausfuhrungsart
offenzulegen, und um auch jedem Fachmann zu er-
moglichen, die Erfindung einschliellich der Herstel-
lung und Nutzung aller Elemente und Systeme und
der Durchfihrung aller einbezogenen Verfahren in
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die Praxis umzusetzen. Der patentfahige Schutzum-
fang der Erfindung ist durch die Anspriiche definiert
und kann weitere Beispiele umfassen, die fir den
Fachmann ersichtlich sind. Derartige weitere Beispie-
le sollen in dem Schutzumfang der Erfindung enthal-
ten sein, sofern sie strukturelle Elemente besitzen,
die sich nicht von dem Wortlaut der Anspriiche unter-
scheiden, oder wenn sie aquivalente strukturelle Ele-
mente mit unwesentlichen Anderungen gegeniiber
dem Wortlaut der Anspriiche enthalten.

[0044] Es wird ein Sensorgehduse 100 und in einer
Ausfuhrungsform ein Sensorgehause 100 fir Ober-
flachenmontage-Anwendungen bereitgestellt, das ei-
ne Umhillung 102 und einen Leiterrahmen 104 mit
einer Oberseite 116 und einer Unterseite 118 zur Auf-
nahme eines Bauteils 122, 124 darauf aufweist. Aus-
fuhrungsformen des Sensorgehauses 100 weisen ein
auf der Oberseite 116 befestigtes erstes Bauteil 122
und ein auf der Unterseite 118 befestigtes zweites
Bauteil 124 dergestalt auf, dass sie Anschlussflachen
126, 128 sowohl des ersten Bauteils 122 als auch
des zweiten Bauteils 124 unmittelbar an einer Seite
112 des Leiterrahmens 104 platzieren. Das Sensor-
gehause 100 weist ferner einen Leiter 238 auf, derin
dem Sensorgehause 100 in einer Weise positioniert
ist, die eine elektrische Verbindung zu einer Schal-
tung verhindert, die sich auRerhalb der Umhdllung
102 befindet. Der Leiter 238 hat ein Ende 252 unmit-
telbar an der Seite 112 des Leiterrahmens 104, wo die
Anschlussflachen 126, 128 auf der Oberseite 116 und
der Unterseite 118 positioniert sind. Das Ende ist 252
ist daflir ausgebildet, Verbindungen, wie z. B. Draht-
verbindungen von den Anschlussflachen 126, 128 in
einer Weise aufzunehmen, die das erste Bauteil 122
und das zweite Bauteil 124 unabhangig von allen ex-
ternen Verbindungen des Sensorgehauses 100 ver-
bindet.
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204 Substrat
212 vordere Seite
214 Platzierungsbereich
216 Oberseite
218 Unterseite
222 erstes Bauteil
224 zweites Bauteil
226 erste Anschlussflache
228 zweite Anschlussflache
230 Zwischenverbindung
232 AuRenverbindung
234 drittes Bauteil
236 dritte Anschlussflachen
238 Leiter
240 Herausfihrungen
242 hintere Verbindungsstege
244 vordere Verbindungsstege
246 Drahtverbindungen
248 Leiterrahmen
250 Sensor
252 Ende
300 Sensorgehduse
302 Umhdllung
322 erstes Bauteil
324 zweites Bauteil
334 drittes Bauteil
348 Leiterrahmen
354 umgossener Abschnitt
356 Aussparung
358 Einkapselungsgel
360 Anschlussstifte
362 Abdeckung
364 Offnung
366 Wand
368 Sockel
Patentanspriiche

Bezugszeichenliste

100 Sensorgehduse

102 Umhillung

104 Substrat

106 AulRenrand

108 laterale Seiten

110 hintere Seite

112 vordere Seite

114 Platzierungsbereich
116 Oberseite

118 Unterseite

120 interne Verbindungszone
122 erstes Bauteil

124 zweites Bauteil

126 erste Anschlussflache
128 zweite Anschlussflache
130 Zwischenverbindung
132 AuRenverbindung

200 Sensorgehduse

202 Umhillung

1. Sensorgehduse (100), aufweisend:
ein Substrat (104), das eine erste Seite (112), eine
Oberseite (116) und eine der Oberseite (116) gegen-
Uberliegende Unterseite (118) aufweist;
ein auf der Oberseite (116) angeordnetes erstes Bau-
teil (122), wobei das erste Bauteil (112) eine erste An-
schlussflache (126) unmittelbar an der ersten Seite
(112) des Substrates (104) aufweist;
ein auf der Unterseite (118) angeordnetes zweites
Bauteil (124), wobei das zweite Bauteil (124) eine
zweite Anschlussflache (128) unmittelbar an der ers-
ten Seite (112) des Substrates (104) aufweist;
eine Umhillung (102) in umgebender Beziehung zu
dem zweiten Bauteil (124), wobei die Umhiillung
(102) eine Aussparung (356) aufweist, die das erste
Bauteil (122) einer Umgebung auRerhalb der Umhil-
lung aussetzt; und
einen ersten Leiter (238), der mit der ersten An-
schlussflache (126) und mit der zweiten Anschluss-
flache (128) verbunden ist, wobei der erste Leiter ein
Ende unmittelbar an der ersten Seite (112) aufweist;
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wobei der erste Leiter (238) eine Drahtverbindung so-
wohl von der ersten Anschlussflache (126) als auch
der zweiten Anschlussflache (128) in einer Weise
aufnimmt, die eine Verbindung zwischen dem ersten
Bauteil (122) und dem zweiten Bauteil (124) vollstan-
dig innerhalb der Umhdllung (102) ausbildet.

2. Sensorgehause (100) nach Anspruch 1, das fer-
ner eine mit dem zweiten Bauteil (124) verbundene
Herausleitung (240) aufweist, wobei sich die Heraus-
leitung (240) aulRerhalb der Umhdllung (102) in einer
Weise erstreckt, die eine elektrische Verbindung zwi-
schen dem zweiten Bauteil (124) und der Schaltung
aufderhalb der Umhiillung (102) zul&sst.

3. Sensorgehduse (100) nach Anspruch 1, wobei
das erste Bauteil (122) dafiir ausgelegt ist, Daten aus
der Umgebung zu erfassen.

4. Sensorgehause (100) nach Anspruch 3, ferner
aufweisend:
ein auf der Oberseite (216) angeordnetes drittes Bau-
teil (234), wobei das dritte Bauteil (234) eine dritte An-
schlussflache (236) unmittelbar an der ersten Seite
(112) des Substrates (104) aufweist; und
einen mit der dritten Anschlussflache (236) verbunde-
nen dritten Leiter (238), wobei der dritte Leiter (238)
ein Ende (252) unmittelbar an der ersten Seite (112)
aufweist,
wobei der dritte Leiter (238) eine Drahtverbindung
von der dritten Anschlussflache (236) und dem zwei-
ten Bauteil (124) in einer Weise aufnimmt, die eine
Verbindung zwischen dem dritten Bauteil (234) und
dem zweiten Bauteil (124) vollstandig innerhalb der
Umhillung (102) ausbildet.

5. Sensorgehduse (100) nach Anspruch 5, wobei
der dritte Leiter (238) mit dem zweiten Bauteil (124)
verbunden ist.

6. Sensorgehause (100) nach Anspruch 1, ferner
aufweisend:
ein in der Aussparung (356) angeordnetes Einkapse-
lungsgel (358), wobei das Einkapselungsgel (358) ein
Material aufweist, das eine Kommunikation zwischen
dem ersten Bauteil (122) und der Umgebung zulasst;
und
eine Uber dem Einkapselungsgel (358) positionierte
Abdeckung (362), wobei die Abdeckung (362) eine
Offnung (364) aufweist, die die Aussparung (356) der
Umgebung aussetzt.

7. Sensorgehduse (100) nach Anspruch 1, wobei
das Material einen ersten Zustand und einen zweiten
Zustand mit einer Viskositat hat, die grof3er als die
Viskositat des ersten Zustandes ist.

8. Sensorgehause (100) nach Anspruch 6, wobei
die Aussparung (356) einen unteren Abschnitt un-
mittelbar an der Oberseite (116), eine Wand (366),
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die sich von dem unteren Abschnitt weg erstreckt,
und einen Sockel (368) aufweist, der auf der Wand
(366) gegenuiber dem unteren Abschnitt angeordnet
ist, wobei der Sockel (368) wenigstens eine sich in die
Aussparung (356) erstreckende Oberflache aufweist.

9. Sensorgehause (100) nach Anspruch 1, wobei
das erste Bauteil (122) zur Messung von Druck dient,
und das zweite Bauteil (124) zur Messung von Be-
schleunigung dient.

10. Sensorgehause (100) nach Anspruch 9, wobei
das erste Bauteil (122) ein Riickseiten-Absolutdruck-
Sensorbauteil ("BAPS”) aufweist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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FIG. 6

Detail C~ . 362
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FIG. 7

Detail C
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